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Substrat und Werkstucktrager zur Aufnahme des Sub- 
strates 

Die Erfindung betrifft einen Werkstucktrager zur 
Aufnahme des Substrates, insbesondere eines Diinn- 
schicht substrates, mit den im Oberbegriff des An- 
spruchs 1 genannten Merkmalen und ein Substrat mit 
den im Oberbegriff des Anspruchs 20 genannten Merk- 
malen . 

Stand der Technik 



Zur Herstellung von Sensorelementen, insbesondere 
Hochdrucksensorelementen, werden ublicherweise Edel- 
stahlsubstrate mit eingeformten Membranen verwendet, 
auf die mit Dunnschichttechnologie verschiedene Funk- 
t^onsschichten aufgebracht werden. Diese Funktions- 
schichten umfassen beispielsweise isolierende Schich- 
ten, sensitive Widerstandsschichten, elektrisch lei- 



strukturiert werden konnen, oder auch 
vie rung. 



eine Passi- 



Zur groSserientauglichen Fertigung eines als Einzel- 
substrat vorliegenden Sensorelementes ist es kosten- 




giinstig, diese in Gruppe n zu prozessieren . Zu diesem 

ZwcCa — 

terschiedlichen Anf orderungen der spezifischen Ein- 
zelprozesse in der Diinnschichtf ertigung geniigen sol- 
5 len. Dabei findet das Substrat iiblicherweise Aufnahme 
auf einem Werkstucktrager, der unter anderem zur 
Positionierung des Substrates wahrend der einzelnen 
ProzeSschritte dient . 

10 Bekannt ist zum einen, die Substrate zu Beginn der 
Diinnschichtf ertigung hierzu in einen sehr massiven 
Werkstucktrager einzubringen und wahrend der gesamten 
Diinnschichtfertigung in diesem massiven Werkstiick- 
trager zu belassen. Nachteilig hierbei ist, daS der 
15 Werkstucktrager ein erhebliches Gewicht und eine 
groSe Bauhohe aufweist und damit einzelne ProzeS- 
schritte erschwert sind. AuSerdem muS ein solcher 
Aufbau aufwendig verschraubt werden. Zudem kann es zu 
einer Medienverschleppung kommen, insbesondere bei 
20 einer Behandlung mit flussigen Medien, so daS eine 
groSser ientaugliche Fertigung erschwert ist. 

Zum anderen ist es bekannt, fur jeden einzelnen 
ProzeSschritt der Diinnschichtf ertigung einen einzel- 
25 nen, der jeweiligen Bearbeitungsart angepaSten Werk- 
stiicktrager zu verwenden. Zwischen den einzelnen 
riui.uGj cha- 1L Luu mCiuJuii Jiu Dub^LiaLi dann jmuil^ 111 



den speziellen Werkstucktrager aufgenommen und nach 
Ende des ProzeSschrittes wieder entnommen werden. 
30 Nachteilig hierbei ist ein erheblicher Montage- und 
Handlingsaufwand, und weiterhin kann es aufgrund der 
hohen Anzahl der moglichen ProzeSschritte zu Fehlern 



♦ 



in der Positionierung des Subs trates kommen, so dafi 
Wtn erheblxcher AuysehuL audi hier 
taugliche Fertigung verhindert . 
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5 Vorteile der Erfindung 



ErfindungsgemaS wird diese Aufgabe durch ein Substrat 
und einen Werkstiicktrager zur Aufnahme des Substra- 
tes, insbesondere eines Dunnschichtsubstrates , mit 
den in den Anspriichen 1 und 10 genannten Merkmalen 
gelost. Dadurch, dafi der Werkstiicktrager ein Grund- 
element zur Aufnahme des Substrates umfaSt, das 
Grundelement auf einem Handhabungs element angeordnet 
ist und dem Grundelement einer dem Handhabungs element 
gegenuberliegenden Seite prozeSabhangige Abdeckele- 
mente zuweisbar sind, ist eine kostengunstige grofi- 
serientaugliche Fertigung der Sensorelemente moglich 
Das Substrat zeichnet sich dadurch aus, dag das Sub- 
strat und der Werkstiicktrager jeweils wenigstens ein 
komplementares Posit ionierelement aufweisen, die zur 
Fixierung einer relativen raumlichen Lage des Sub- 
strates dienen (Positioniereinheit ) . Die Positionier- 
einheit erlaubt es, eine axiale Verschiebung oder ra- 
dxale Verdrehung des Substrates wahrend der Diinn- 
schichtfertigung in dem Grundelement auszuschliefien 

und mindert damit herstellungsbedingten AusschuG 
t7e± . 
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TTTsfarondg re Lux ernei AuLumaLi^iLx uiiy fee pftnrr= 
schichtfertigung. Dazu weist das Substrat beispiels- 
weise eine Nut oder eine Einkerbung auf, die an der 
sextlxchen Wandung des Substrates angeordnet ist, und 
das Grundelement besitzt eine komplementare Nase, die 



b eim Einsetzen d es Subs trates in das Grundelement in 
diese Nut greitt 
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in bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist vorge- 
sehen, daS das Grundelement einzelne Tragerelemente 
aufweist, an denen sich das Substrat mit einer Anla- 
geflache abstiitzt. Beispielsweise kann diese Anlage- 
flache durch eine Unterkante eines, das Substrat um- 
laufenden Bundes gebildet werden. Die Tragerelemente 
konnen dabei in eine Auf nahmeof f nung des Grund- 
elementes ragen. Damit kann das Substrat derart auf 
den Tragerelementen des Grundelementes positioniert 
werden, daS sich wenigstens eine Off nung zwischen 
einem Rand der Auf nahmeof f nung des Grundelementes und 
einer seitlichen Wandung des Substrates erstreckt . 
Auf diese Weise besteht eine ausreichende Transparenz 
fur fliissige Medien, die in bestimmten ProzeGschrit- 
ten Anwendung finden, und die Medienverschleppung 
kann wirkungsvoll verhindert werden. 

Ferner hat es sich als vorteilhaft erwiesen, dem 
Handhabungselement und den Abdeckelementen Mitt el zur 
relativen Positionierung zueinander zuzuordnen. Bei- 
spielsweise konnen diese Mittel Fuhrungsstif te , Dreh- 
verschlusse, Spreizstifte oder mechanische Anschlage 
umfassen. Auf diese Weise kan n eine sehr exakte Posi- 
?s — Abdeckelementes auf clem Hananaoungs - 
element gewahrleistet werden. 

Des weiteren konnen dem Handhabungselement und/oder 
den Abdeckelementen auch Mittel zur Codierung zuge- 
ordnet werden, indem beispielsweise Einkerbungen, 



Barcodes oder Bohrungen auf den Oberf lachen der Hand- 

la£t 



haWgsexemente autgebxac ht werden. Insgesamt x^c 
sich damit die Diinnschichtf ert igung wesentlich pro- 
zefcsicherer automatisieren und ist damit groSserien 
tauglich. 



10 



15 



Die Abdeckelemente liegen in einer bevorzugten Aus- 
gestaltung der Erfindung mit einzelnen Auf lageelemen- 
ten an einer Auf lagef lache des Substrates, beispiels- 
weise einer Oberkante des das Substrat umlaufenden 
Bundes, an. Dabei weist das Abdeckelement ProzeSbe- 
reiche auf, die eine selektive Behandlung einer Ober- 
flache des Substrates erlauben (Maske) . Insbesondere 
bei der Behandlung mit flixssigen Medien wird dazu das 
Abdeckelement derart auf dem Substrat posit ioniert , 
daS die ProzeSbereiche oberhalb der Offnungen zwi- 
schen den Grundelementen und den Substraten liegen 
und damit eine hohe Transparenz fur das flussige 
Medium gegeben ist. 

Wahrend einer Behandlung der Substratoberf lache des 
Substrates durch Abscheidungen, Plasmaatzen, Photo- 
lithographie, Passivierung oder dergleichen, ist es 
vorteilhaft, wenn das Abdeckelement dichtend an einer 
Umlaufkante der Substratoberf lache anliegt. Dadur^h 

lu Q ull e | iner l ei | 5 61115 n ° Ch genaUere Pos iti onierung er- 

«'lJ=j-erseics wira 3Te Meaien- 
verschleppung weiter zuruckgedrangt . 

30 weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung er- 
geben sich aus den ubrigen, in den Unteranspruchen 
genannten Merkmalen. 
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Zeichnungen 

Die Erfindung wird nachfolgend in Ausf uhrungsbeispie- 
len anhand der zugehorigen Zeichnungen naher erlau- 
tert. Es zeigen: 



Figur 1 
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Figur 2 



Figur 3 



Figur 4 



20 



Figur 5 
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eine Schnittansicht durch ein Sensorelement 
mit verschiedenen Funktionsschichten auf 
einem Substrat; 

verschiedene Ansichten auf ein Substrat fur 
eine Dunnschichtf ertigung; 

eine Draufsicht auf ein Grundelement zur 
Aufnahme des Substrates; 

eine Draufsicht auf ein Handhabungs element 
mit einer Anordnung einer Anzahl von Grund- 
element en; 

eine Schnittansicht und eine Draufsicht auf 
einen Werkstucktrager und das Substrat itn 
Bereich eines Grundelement es wahrend einer 
Behandlung einer Substratoberf lache mit 
einem fliissigen Medium; 



30 



jSifiht duL 

einen Werkstucktrager und das Substrat im 
Bereich eines Grundelementes wahrend einer 
Behandlung der Substratoberf lache durch Ab- 
scheidung, Plasmaatzen oder dergleichen; 



Figur 7 eine Schnittansicht durch einen Wer kstiick- 
"frager una das Substial wahrend einer" 
Passivierung der Substratoberf lache und 
einem Abscheiden einer Kontaktierung mit- 
tels Schattenmaskentechnologie; 
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Figur 8 eine 



perspektivische Seitenansicht einer 
Werkbank zur Aufnahme des Werkstucktragers 
und 



Figur 9 eine perspektivische Seitenansicht einer 
Anordnung der Werkbank zur Aufnahme 
Werkstucktragers wahrend einer 
sierten Dunnschichtf ertigung . 



des 
automat i- 



Beschreibung der Ausf uhrungsbeispiele 

Die Figur l zeigt eine Schnittansicht eines Sensor- 
elementes 10, auf dem - basierend auf der bekannten 
Dunnschichttechnologie - verschiedene Funktions- 
schichten auf einem Substrat 12 aufgebracht sind. 
Derartige Funktionsschichten umfassen sensitive 
Schichten 14, eine Kontaktierung 16, eine Passi- 
vierung 18 und eine Isolationsschicht 20, die auf 
einer Substratoberf lache 22 angeordnet sind. Es ist 
dabei moglich, ohne eine Funktionalitat des Sensor- 

rkmale 



m das Substrat 12 mit einzubringen . So kann bei 
spielsweise ein das Substrat 12 umlaufender Bund 24 
der eine Dunnschichtf ertigung unterstiitzt, vorhanden 



sein. 



» 




Die Figur 2 zeigt in verschiedenen de taillierten 
Ansichten noch emmai das aubscrau V. 



Der radiaie 

Aufbau des Substrates 12 ist im Bereich einer Nut 26, 
die in eine seitliche Wandung 27 eingefrast ist, 
5 unterbrochen. Die Nut 26 dient in noch naher er- 
lauterter Weise als ein Positionierelement 29. 

Die einzelnen Substrate 12 befinden sich wahrend des 
gesamten Fertigungsprozesses des Sensorelementes 10 

10 jeweils in einem Grundelement 28, das wiederum Be- 
standteil eines Handhabungselementes 30 ist. Die 
Figur 4 zeigt eine Draufsicht auf ein solches Hand- 
habungselement 30 und die Figur 3 eine Draufsicht auf 
ein einzelnes Grundelement 28 des Handhabungs- 

15 elementes 30. 

GemaS der Figur 3 wird das Substrat 12 mit einer 
Anlageflache 32 auf einzelnen Tragerelementen 3 4 des 
Grundelementes 28 positioniert . Dabei bildet das 
20 Grundelement 28 eine Auf nahmeof f nung 36 aus, in die 
die Tragerelemente 34 ragen. Die Anlageflache 3 2 wird 
gemaS dem Ausf iihrungsbeispiel durch eine Unterkante 
38 des Bundes 24 ausgebildet. Wie aus der Draufsicht 
der Figur 3 ersichtlich, erstrecken sich mehrere 
Offnungen 4 0 zwischen einem Rand 42 des Grund- 
elementes 28 und dem Substrat 1 2. Durch die Offnungen 

Lussige Meaien, ctxe an" 
einem ProzeSschritt wahrend der Dunnschichtf ertigung 
zur Behandlung oder Reinigung der Sensoroberf lache 22 
3 0 eingesetzt werden, abflieSen. 
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• 
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28 eine rechteckige 
'osicionierelement 31 



Ferner weist das Grundelement 
ift ais em xomplementares 
auf, das ebenfalls in die Auf nahmeof f nung 36 ragt 
Das Substrat 12 wird wahrend der Dunnschichtf ertigung 
derart in die Auf nahmeof f nung 3 6 des Grundelement es 
28 eingebracht, daS die Nase 44 in die Nut 26 greift. 
Auf diese Weise wird eine relative Lage des Sub- 
strates 12 fixiert und beide Positionierelemente 29, 
31 dxenen damit als eine Positioniereinheit. Selbst- 
verstandlich kann die Positioniereinheit den gegebe- 
nen Geometrieanf orderungen an das Substrat 12 in 
mannigfal tiger Weise angepaSt werden. 

Auf der Handhabe 3 0 kann eine den gegebenen Ab- 
messungen entsprechende Anzahl von Grundelementen 28 
angeordnet werden. Die gemaS dem Ausf uhrungsbeispiel 
hexagonale Grundstruktur der Grundelemente 28 erlaubt 
dabei eine besonders dichte Anordnung. Weiterhin be- 
sitzt das Handhabungselement 30 Offnungen 46, 48, die 
2Ur Pos iti°nierung der Handhabe 30 und eines 'noch 
naher zu erlauternden Abdeckelementes 50 wahrend der 
exnzelnen ProzeSschritte dienen und/oder die Positio- 
nierung eines Werkstucktragers (Handhabungselement 3 0 
und Abdeckelement 50) auf einer Werkbank 80 in noch 
naher erlauterter Weise erlauben. So kann die Off nung 
46 beispiel sweise einen DrehverschluS aufnehmen, wah- 

-irungsstiiten, 
Sprexzstiften oder dergleichen dienen kann. 

Weiterhin konnen dem Handhabungselement 3 0 und/oder 
den Abdeckelementen 50 Mittel zur Codierung zugeord- 
net werden, urn eine Automatisierung der Dunnschicht- 
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fertigung zu ermo glichen. So konnen beispielsweise 

, _ ies Hanc ' 



Bohrungen 52 aut eine ub eillacfie 54 des HananaBuhgs- 
elementes 3 0 AufschluS uber einen ProzeSf ortschritt 
Oder dergleichen enthalten. Uber Einkerbungen 56 kann 
eine relative Lage des Handhabungselementes 30 mit- 
tels geeigneter Sensoren erfaSt werden. 

Wahrend der gesamten Dunnschichtf ertigung ist das 
Substrat 12 - wie bereits erlautert - an dem Grund- 
element 28 f ixiert . AnschlieSend wird in jedem 
ProzeSschritt ein prozeEabhangiges Abdeckelement 50 
auf das Substrat 12 gelegt. Dazu weist das Substrat 
12 eine Auf lagef lache 58, beispielsweise auf einer 
Oberkante 60 des Bundes 24 auf und das Abdeckelement 
50 besitzt entsprechende Auf lageelemente 62 (Figuren 
2 und 5) . 

Die Figur 5 zeigt ein Abdeckelement 50, wie es ub- 
licherweise bei einer Behandlung der Substratober- 
f lache 22 mit einem fliissigen Medium Anwendung fin- 
det. Eine Benetzung des Substrates 12 mit dem fluiden 
Medium findet in einem ProzeSbereich 64 statt, der 
durch eine Aussparung im Bereich des Abdeckelementes 
50 gegeben ist. Auf diese Weise kann eine selektive 
Behandlung der Subs tratoberf lache 22 durch geeignete 
Gestaltung des ProzeSbereiches 64 ermoglicht werden, 

r5T — Substratooer- 

f lache 22 von dem Abdeckelement 50 bedeckt werden. 
GemaS dem Ausf iihrungsbeispiel wird der ProzeSbereich 
64 derart gewahlt, daS er sich auch noch uber die 
Offnungen 40 zwischen dem Grundelement 28 und dem 
Substrat 12 erstreckt. Das fliissige Medium kann 
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demnach wahrend oder nach Beendigung des ProzeS- 
scnnttes durch die ottnungen 4U abrlie^en bezie- 
hungsweise ausgespiilt werden und eine Mediumver- 
schleppung wesentlich verringert werden. 

Umfassen die ProzeSschritte eine Behandlung der 
Substratoberflache 22 durch Abscheidung, Plasmaatzen, 
Photolithographie oder dergleichen, so kann das Ab- 
deckeletnent 50 entsprechend angepaSt werden (Figur 
6) . Dazu liegt das Abdeckelement 50 btindig mit einer 
Dichtkante 68 an einer Umlaufkante 66 des Substrates 
12, so daS lediglich die Substratoberflache 22 
wahrend des ProzeSschrittes bearbeitet wird. Eine 
sehr genaue Positionierung des Substrates 12 erfolgt 
mit Hilfe der Einfuhrschragen 69, an denen das 
Substrat 12 wahrend der Auflage des Abdeckelementes 
50 entlang gleitet. 



In der Figur 7 ist in einer Schnittansicht eine 
Anordnung der einzelnen Elemente des Werkstiicktragers 
wahrend einer Aufbringung von Leiterbahnen oder einer 
Passivierung der Substratoberflache 22 dargestellt 
Das Abdeckelement 50 besteht dabei aus einem Positio- 
nierblech 70, einem AnpreSblech 72 und einer zwischen 
diesen beiden Blechen 70, 72 angeordneten Schatten- 
u ^T 74 • ^ Siner u *terseite d es Grundelementes 28 

Federblech 78 das Substrat 12 mit einer Kraft be- 
aufschlagt, so da£ die Substratoberflache 22 wahrend 
des ProzeSschrittes plan an der Schattenmaske 74 an- 
liegt . 
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Wie in den beispielhaf t in den Figuren 5 bis 7 darge 
steiiten 



rozeteschn tten wahrehd der Dunnscnicht:- 
fertigung eines Sensorelementes 10, befindet sich das 
Substrat 12 immer in dem Grundelement 2 8 und le- 
diglich die Abdeckelemente 50 werden ausgetauscht . 
Gegebenenfalls (Figur 7) konnen dem. Grundelement 28 
auch noch zusatzliche, den ProzeSschritt unter- 
stiitzende Elemente, wie beispielsweise ein AnpreS- 
und Federblech 76, 78, zugeordnet werden. 
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Wanrend des gesamten Fertigungsprozesses kann der 
Werkstiicktrager in seiner Lage fixiert werden. Wie 
bereits erlautert, eignen sich dazu Mittel wie 
Fuhrungsstifte, Drehverschliisse , Spreizstifte oder 
auch mechanische Anschlage. Der Werkstiicktrager kann 
dazu wanrend der Diinnschichtf ertigung auf der Werk- 
bank 80 fixiert werden, wie sie perspektivisch in 
einer Seitenansicht der Figur 8 dargestellt ist . Dazu 
weist die Werkbank 80 Fuhrungsstifte 82, Aufnahme- 
offnungen 84 fur Positionierelemente oder auch Ab- 
standshalter 86 an seiner Oberflache 88 auf. Weiter- 
hin ist es sinnvoll, Abf luSof f nungen 90 fur fluide 
Medien in der Werkbank 80 zu integrieren. 

Die Figur 9 zeigt in schematischer Weise, wie eine 
derartige Diinnschichtf ertigung mittels eines Robot ers 

soterarm 

entnimmt entsprechend einem anstehenden ProzeSschritt 
ein Abdeckelement 50 einem der Magazine 96 und 
plaziert dieses auf dem Handhabungselement 30, das 
auf der Werkbank 30 angeordnet ist. Uber geeignete 
Sensoren kann beispielsweise anhand der Bohrungen 52 
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und der Einkerbungen 56 des Handhabungsel ententes 3 0 
eine relative Lage und ein anstehe nder Prozettschritt 
festgelegt werden. Nach Beendigung des ProzeE- 
schrittes wird das Abdeckelement 50 wieder in dem 
Magazin 9 6 abgelegt und der nachste ProzeSschritt 
schliefit sich an. 




R. 36365 
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5 Patentanspruche 



1. Werkstiicktrager zur Aufnahme eines Substrates, 
insbesondere eines Diinnschichtsubstrates , wahrend der 

10 Prozessierung des Substrates, mit einer das Substrat 
positionierend auf nehmenden Aufnahme, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS der Werkstiicktrager ein Grundelement 
(28) zur Aufnahme des Substrates (12) umfaSt, das 
Grundelement (28) auf einem Handhabungselement (30) 

15 angeordnet ist und dem Grundelement (28) einer dem 
Handhabungselement (30) gegenuberliegenden Seite pro- 
zeSabhangige Abdeckelemente (50) zuweisbar sind. 



20 



2. Werkstiicktrager nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Grundelement (28) einzelne Trager- 
elemente (34) umfaSt und das Substrat (12) eine An- 
lageflache (32) aufweist, an denen die Tragerelemente 
(34) anliegen. 



25 



3 . Werkstiicktrager nach Anspruch 3 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die Anlageflache (32) durch eine Unter- 
kaflte (3b J eines dkU bubs ' traL ( i'2) umiaurenaen Bunaes 



(24) gebildet wird. 



3 0 4. Werkstiicktrager nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die Tragerelemente (34) in eine Auf- 
nahmeoffnung (36) des Grundelementes (28) ragen. 



15 



5. Werkstucktrager nach Ans pruch 4, dadurch gekenn- 

zeicnnet, daE das subsurat {TZ) derart — auf — derT 

Tragerelementen (34) des Grundelementes (28) posi- 
tioniert ist, daS sich wenigstens eine Off nung (40) 
zwischen einem Rand (42) der Auf nahmeof f nung (36) des 
Grundelementes (28) und einer seitlichen Wandung (27) 
des Substrates (12) erstreckt. 
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6. Werkstucktrager nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die Auf nahmeof f nung (36) des Grund- 
elementes (28) eine hexagonale Struktur auf weist . 

7. Werkstucktrager nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daS das Grundelement 
(28) und das Substrat (12) jeweils wenigstens ein 
komplementares Positionierelement (29, 31) aufweisen, 
das zur Fixierung der relativen raumlichen Lage des 
Substrates (12) dient (Positioniereinheit ) . 

8. Werkstucktrager nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Substrat (12) eine Nut (26) auf- 
weist, die an der seitlichen Wandung (27) des Sub- 
strates (12) angeordnet ist und das Grundelement (28) 
eine komplementare Nase (44) besitzt. 



9. Werkstucktrager nach Anspruch 8, dadurch gek 



enn- 



2TOteigC7 JaG &±B mt tt> ail flST UllLe^kahLe (3b) des 
das Substrat (12) umlaufenden Bundes (24) anliegt und 
die komplementare Nase (44) in die Aufnahmeof fnung 
30 (36) des Grundelementes (28) ragt . 
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Werkstucktrager nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet ] da35 aem HaTTaTOnnfl 
element (30) und den Abdeckelementen (50) Mittel zur 
relativen Positionierung zueinander zugeordnet sind. 

11. Werkstucktrager nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die Mittel zur Positionierung Fuhrungs- 
stifte, Drehverschliisse, Spreizstifte oder mecha- 
nische Anschlage umfassen. 

12. Werkstucktrager nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet , daS dem Handhabungs- 
element (30). und/oder den Abdeckelementen (50) Mittel 
zur Codierung zugeordnet sind. 

13. werkstucktrager nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die Mittel zur Codierung Einkerbungen, 
Barcodes (56) oder Bohrungen (52) auf einer Ober- 
flache (54) des Handhabungselementes (30) umfassen. 



14 . Werkstucktrager nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daS das Abdeck- 
element (50) einzelne Auf lageelemente (62) umfaSt und 
das Substrat (12) eine Auf lagef lache (58) aufweist, 
an denen die Auf lageelemente (62) anliegen. 



kennzeichnet, daS die Auf lagef lache (58) durch eine 
Oberkante (60) des das Substrat (12) umlaufenden Bun- 
des (24) gebildet wird. 
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16 • We ^stucktr ager nach einem d er vorhergehenden An- 
sprUche, ctadurch gekennzeicl 
element (50) ProzeSbereiche 



iet, 

(64) 



daS das Abdeck- 
umfaEt, die eine 



selektive Behandlung einer Substratoberf lache (22) 
erlauben (Maske) . 



10 



17. Werkstucktrager nach den Anspruchen 5 und 16, da- 
durch gekennzeichnet, daS die ProzeSbereiche (64) des 
Abdeckelementes (50) bei einer Behandlung mit flus- 
sigen Medien derart auf dem Substrat (12) positio- 
niert sind, daS sie oberhalb der Offnungen (40) 
zwxschen den Grundelementen (28) und den Substraten 
(12) liegen. 
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18. Werkstucktrager nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die ProzeSbereiche (64) des Abdeck- 
elementes (50) eine hexagonale Struktur aufweisen. 

19. Werkstucktrager nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die ProzeSbereiche (64) des Abdeck- 
elementes (50) bei einer Behandlung der Substratober- 
flache (22) des Substrates (12) durch Abscheidung, 
Plasmaatzen, Photolithographie, Passivierung oder 
dergleichen derart auf dem Substrat (12) positioniert 
sxnd, daS das Abdeckelement (50) dichtend an einer 
Umlaufkante (66) der Substr atoberf lache (54) anliegt 

20. Substrat, insbesondere Diinnschichtsubstrat , das 
wahrend einer Prozessierung des Substrates in einer 
Aufnahme eines Werkstucktragers angeordnet ist da- 
durch gekennzeichnet, daS das Substrat (12) und der 
Werkstucktrager jeweils wenigstens ein komplementares 




21 Substrat nach Anspruch 20, dadurch gekennzeich- 
net, daS das Substrat (12) eine Nut (26) oder eine 
Eirikerbung besitzt. 
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Zus ammen f as sung 



Die Erfindung betrifft ein Substrat und einen Werk- 
stiicktrager zur Aufnahme des Substrates, insbesondere 
eines Dunnschichtsubstrates , wahrend der Prozessie- 
rung des Substrates, rait einer das Substrat positio- 
nierend aufnehmenden Aufnahme. 

Es ist vorgesehen, dag der Werkstiicktrager ein Grund- 
element (28) zur Aufnahme des Substrates (12) umfafit 
das Grundelement (28) auf einem Handhabungs element 
(30) angeordnet ist und dem Grundelement (28) einer 
dem Handhabungselement (30) gegenuberliegenden Seite 
prozeSabhangige Abdeckelemente (50) zuweisbar sind 
Ferner weisen das Substrat (12) und der Werkstiick- 
trager jeweils wenigstens ein komplementares Posit io- 
nierelement (29, 31) auf, die zur Fixierung einer 
relativen raumlichen Lage des Substrates (12) dienen 
(Positioniereinheit) . 



(Figur 1) 
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